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PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO — CONCEITOS FUNDAMENTAIS
* Historico
« Materiais para Circuitos Impressos

* Producéo Industrial de Circuitos Impressos
* Componentes convencionais e SMD
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Historico
» Equipamentos a véalvula ndo usavam circuitos impressos....
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Historico
» 1936 - Paul Eisler
(Inglaterra) — Patente
sobre um método de
corrosao de folhas de
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Historico
» Segunda Guerra
Mundial: circuitos de
radio-comunicador
montados em placas
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Historico
» 1945: Montagem de circuitos transistorizados na

forma de placas isolantes paralelas para
equipamentos militares (misseis teleguiados)
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July 31, 1956 M. ABRAMSON ET AL 2,756,485
FAOCESS OF ASSIMBLING ELECTRICAL CIRSUITS
Filed Aug. 28, 1980

Historico N

" Fiq.l.
@ "
» 1950 — Registro de uma IR L\’E
Patente descrevendo a é e

montagem de

PROCESS OF ASSEMBLING ELECTRICAL
CIRCUITS

Moe Abramson, Long Branch, and Stanislans F. Danko,
Neptune, N. J., assi to the United States of Amer-
jca as ted g; the S ¥ of the Army

Application August 28, 1950, Serial No. 181,906
6 Claims, (Cl, 29—155.5)
(Granted under Title 35, U, S. Code (1952), sec. 266)
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* Popularizacao de circuitos
transistorizados: amplo uso
de PCI
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Materiais para PCI
NBR 8188/83

FR-2: Resina fendlica com carga de papel
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“Fenolite”
FR-2: Resina fendlica com
carga de papel — “fenolite”
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“Fibra de Vidro”
FR-4: Resina epoxi reforcada com tecido de fibra de vidro
* Custo maior do que FR-2

* Alta dureza =
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“Fibra de Vidro”
FR-4: Resina epoxi reforcada com tecido de fibra de vidro

Espessura da chapa isolante | 0,8mm

1mm

1,2mm

1,6mm (tipico)

2mm

2,4mm
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PTFE
PTFE = politetrafluoroetileno — TEFLON®
* Constante dielétrica invariavel com a frequiéncia

* Indicado para circuitos de alta frequéncia > GHz
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Materiais Isolantes

Filme de poliimida — KAPTON® e poliéster - MYLAR®
* Circuitos flexiveis

* Interligagéo flexivel entre placas
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Ceramica
Placas ceramicas de alumina (Al,0;)

* Alta rigidez dielétrica
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MCPCB — Metal Clad Printed Circuit Boards
Placas metélicas recobertas dielétrico (0,05 mm a 0,2 mm)
* Alta condutividade térmica

Trilha condutora

= Revestimento isolante

- Base metaélica
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MCPCB — Metal Clad Printed Circuit Boards
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Material Condutor: COBRE

« E 0 metal com a 22 mais elevada
condutividade elétrica e a 22 mais
elevada condutividade térmica
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Material Condutor: COBRE
NBR 8188/89
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Intensidade de corrente(A) — Intensidade de corrente(A) —=
Espessura de cobre = 18 pm Espressura de cobre = 35 pm
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Regra prética:

3

Pras Tens&o de 100 V =

3 et T Espagamento de 1 mm
L Y = entre trilhas adjacentes

2 § B g i 2 3 5 7 10w

Espagamento entre plstas

Em recintos fechados acima de 1000 m de altitude.
— — —Em recintos abertos mas cobertos acima de 1000 m de altitude.
Curva ATenslio de descarga parcial em placa revestida de tecido de vidro
epoxi com poeira quimicamente inativa.
Curva B Tenslio de operagio onde é apropriado um fator de operacdo de

2,5.
Curva C Tensfio de operaco onde é apropriado o fator de operagéo de
aproximadamente 5.
Curva D Tensfio de operago onde é apropriado o fator de operagdo de
aproximadamente 11.
Nota: Para espacamentos acima de 8 mm, a relago entre a tensdo e o
espagamento deve ser determinada para cada caso.
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Fabricacéo Industrial
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Fabricacéo Industrial
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Fabricacéo Industrial

3.
= .
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Fabricacéo Industrial

4

PHOTORESIST:
Revestimento com resina
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Fabricacéo Industrial

5.
METALIZACAO:
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Fabricacéo Industrial

6.
CORROSAO:
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Fabricacéo Industrial

7.
MASCARA DE
SOLDAGEM:
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Fabricacéo Industrial

8.

DESENHOS DOS
COMPONENTES
(silkscreen):

13/3/2011
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Maquinas para fabricacéo de protoétipos

Rapid PCB board prototyping System r

Proto-Mill 15

Table Size: 6 x4"x 23757 (Z)

Max. Speed: 0.56%sec (15 mm/sec)
Resolution:  0.000246"/step (0.00625 mm/step)
Spindle: 10W DC, 6200 RPM

Proto-Mill 20

Table Size: 8 x 6" x 23757 (Z)

Max. Speed: 0567sec (15 mm/sec)
Resolution:  0.000246"/step (0.00625 mm/step)
Spindle: 10W DC, 6200 RPM
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Maquinas para fabricacéo de protoétipos
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Maquinas para fabricacéo de protoétipos
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SMD - Surface Mounting Devices
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SMD - Surface Mounting Devices
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SMD - Surface Mounting Devices
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Layers:
Camadas de cobre onde séo gravadas as
trilhas.

Nomenclatura

Vias:
Furos metalizados que fazem a interligacéo

elétrica entre as diferentes camadas de cobre.
Muitas vezes as vias sdo usadas também para
fixar componentes.

Blind Vias:
S&o as vias que interligam a camada inferior

ou a camada superior com camadas internas da
placa. Nao podem ser usadas para fixar
componentes.

Buried Vias:
S&o as vias que interligam camadas internas
da placa.
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Pads

Silkscreen

Mascara de Soldagem

13/3/2011
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Solda: Estanho - Chumbo
350 e

300+

2504 Liquido

200- Pastoso

(Pb)

T(°c)

1504 | > (Sn)

Liga Eutética Solido
100+ -

504 -

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
Sn Mass % Pb Pb
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Solda: Estanho - Chumbo

COMPOSICOES QUIMICAS

LIGA |DENS.| INTERVALO

sn/Pb|g/Cm?| DEFUSAOD APLICACOES

20/80010,20]183 a 280°C Soldagens por imerséo
25/75|10,00| 183 a 2670¢ | _So!dagens por imersdo,
macarico ou ferro de soldar
Soldagem de radiadores de
30/70)| 9,70 | 183 a 255¢°C automaoveis, calhas,
terminais e cabos elétricos
Trocadores de calor, calhas
e motores elétricos
Manutencdo elétrica, tubula-
50/50)] 8,90 [183 a 212°C | cdes e conexbes de cobre,
terminais elétricos
Soldagem com ferro de sol-
60 /40| 8,60 |183 a 189°C | dar, circuitos impressos,
componentes eletrénicos
Eletroeletrénica, soldagem
por onda em maquinas au-
tomaticas, por imersdo e
ferro de soldar

40 /60) 9,30 |183 a 235°C

63 /37| 8,40 183°C

13/3/2011
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Soldas sem Chumbo

Europa — desde julho de 2006:
* WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equip.)
http://www.rohs.gov.uk/Docs/Links/WEEE%20directive.pdf

* RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS (“ro-has™)
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Soldas sem Chumbo

lead-free
5 Temperatura ou
Liga faixa de fuso (°C) Vantagens Desvantagens
sSnCu 227°C - Baixo custo IS PETEE CL (VB e
elevada
- Boa soldabilidade o a
SnAg 221°C Temperatura de fusdo
elevada
- Desenvolvimento recente
SnAgCu —217°C - Melhor soldabilidade e maior | - Temperatura de fuséo

confiabilidade do que as ligas elevada
SnAg e SnCu

- Temperatura de Fusdo
SnAgBi 205°C - 215°C relativamente baixa
- Boa soldabilidade

- A presenca do Bismuto leva
a descolamento das trilhas
-Contaminacéo por Pb pode
inutilizar a solda

- Temperatura de fus&o proxima | - Tempo de armazenamento

SnZnBi 189°C da liga curto (oxidacéo)

Estanho-Chumbo 63/37

- Necessita fluxo de ativacédo

13/3/2011
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Padronizaca
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o das Dimensbes dos Componentes

“03N\ -
300 mils ~~

”

e 0.1"

1000 mils = 1 inch

* Espacamento-padrao

100 mils
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Padronizacao das Dimensdes dos Componentes

! |
bﬁﬁﬁﬁﬁﬁ@

-
’

NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSIY14.5M, 1982

2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.

3. DIMENSIONLTO CENTER OF LEADS WHEN
FORMED PARALLEL.

4. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.

5. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL
NOT EXCEED 0.25 (0.010).

6. ROUNDED CORNERS OFTIONAL.

—C t— L — INCHES | MILLIMETERS
MIN [ MAX | MIN [ WAX

=
=

0.740 |0.760 [18.80 [19.30
0245 |0260 | 623 | 660
0145 |0175 | 369 | 444

L7 s \

0.015 |0.021 | 0.39 | 0.53
0050 |0070 | 127 | 177
0100 BSC 254BSC

J 0.050 BSC 127BSC

0.008 |0.015 | 0.21 | 0.38
0.120 |0.140 | 3.05 [ 355
0.285 |0305 | 7.50 | 7.74

[¢lo25 00108|T|B ®|AG)|

| LAl
B
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J
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s

0= 10° 0c°] 10°

0.015 |10.035 | 0.39 | 0.88
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Padronizacdo das Dimensdes dos Componentes

DIM' INCHES | MILLIMETERS
[ — MIN_| MAX | MIN __ MAX
Az A3 : AL - 10200 | 508
= —p—————— |-—E1—~ A oois | - | o | -
Ay ! .y a1 S 2 0125 0475 | 318 | 445
l". : ;-l- & A3 | 0055 | 008D | 140 | 203
| N ; ! B 0016 | 0020 | 041 __ 051
it L . “er‘ [RES ! B1 | 0.045_| 0.085 | 114 | 168
Mg r - : : C 0008 |00z | G20 | 030

H - -

L

-k - E_| 0600 | 0625 | 1574 | 15BR
Et | 0525 | 0575 | 1204 | 1461

e | 000 as 2.94 =

|
i ""I-'C 01 | 0.050 | 0.090 TR 2En

B |t - ob -

pA | 0EDD - | 1524 -
—— D1 eb 0.700 - 17708

/ . : L0720 | 0050 | 305 | 2a
( ; Flaste v I INCHES _ MILLIMETERS
\ PLASTIC | INCHES ETERS
“ \ PG, DIM PINS:
] \" DUAL-IN-LINE P | D | 24 1280 1270 ] 3124|322
[ PACKAGE P 1D | 28 |1.430 | 1.470 | 36.32 | 37.:
n,__mﬁ/ / uuuuuu ] (0.600 in.) PTD a0 202 2075|5144
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Padronizacao das Dimensdes dos Componentes

Resistores de 1/8 W:
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Padronizacdo das Dimensdes dos Componentes

Capacitor Eletrolitico
Terminais unilaterais / radiais /

TE232 — CAD para Eletronica

Padronizacdo das Dimensdes dos Componentes
0,1" 0,4”

RESISTO

CAPACITOR

13/3/2011
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Padronizacdo das Dimensdes dos Componentes
RELAYL

SIREN OUT
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Software para Projeto de PCI
TANGO PCB

* DOS

* Menus interativos

13/3/2011
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TE232 — CAD para Eletrénica
Recomendacdes gerais para Projeto de PCI
» Dimensdes da PCI + Restricdes de instalacao.
* Dimensdes dos componentes eletronicos que serdo

utilizados. Obter amostras dos componentes
= medir as distancias entre os terminais com um paquimetro.

» CondicOes elétricas especiais do circuito:
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